












专利名称(译) 集成传感器芯片单元

公开(公告)号 US20100283110A1 公开(公告)日 2010-11-11

申请号 US12/838202 申请日 2010-07-16

[标]申请(专利权)人(译) 英飞凌科技股份有限公司
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当前申请(专利权)人(译) 英飞凌科技股份公司

[标]发明人 BAUER ROBERT
HAGEN JOCHEN VON

发明人 BAUER, ROBERT
HAGEN, JOCHEN VON

IPC分类号 H01L29/66 A61B5/00 G01D3/02 G01L19/08 H01L23/48

CPC分类号 A61B5/145 A61B5/14532 H01L2224/16 G01L19/086 H01L23/48 G01D3/022 H01L2224/05568 
H01L2224/05573 H01L2924/00014 H01L2224/05599

优先权 10332878 2003-07-19 DE

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

集成传感器芯片单元和制造方法包括用于确定测量数据的测量值拾取器
和用于实现无线供电和询问测量数据的电路装置。测量值拾取器形成为
可集成传感器，并且电路装置形成为集成半导体电路模块。传感器和半
导体电路模块使用一种或多种微系统工程技术彼此机械地和导电地连
接。
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